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O firmie

Prezentacja firmy

Firma FELDER zajmuje sie od ponad 30 Iat
produkcjg najwyzszej jakosci spoiw.

Nasza oferta i produkty sg przede wszystkim
przygotowywane na potrzeby klientow, dzieki
temu jestesmy idealnym partnerem w dziedzinie
spoiw lutowniczych, past, topnikéw do lutowania
miekkiego i twardego. Nasze produkty znajdujg
zastosowanie w technologiach solarnych, in-
stalacjach grzewczych, sanitarnych, dekarskich
oraz w przemysle elektronicznym.

Nieustanny rozwoj asortymentu dla wielu branz
przyczynit sie do rozbudowy hal produkcyjnych,
laboratoriow i magazyndw.

Firma w 1986 roku przeprowadzita sie do no-
wej siedziby w Oberhausen. Ciaggly rozwdj
spowodowat, ze nie trzeba byto dtugo czekac i w
1991 i 2005 roku nastgpity kolejne modernizacje.
W roku 2013/2014 podwoilismy powierzchnie pro-
dukcyjne.

Siedziba firmy w Oberhausen posiada ponad
7000m?,

FELDER GMBH
Lottechnik

Im Lipperfeld 11
D-46047 Oberhausen

Fon -+49 (0) 208 8 50 35 0
Fax +49 (0) 208 2 60 80

W ciggu ostatnich dziesiecioleci zbudowalismy
pozycje lidera na innowacyjnych rynkach. Sukces
gospodarczy i rosngca liczba klientéw jest wyra-
zem uznania dla naszej pracy. Nasze produkty
posiadajg wysokie standardy jakosci zgodne z
normg ISO 9001, podlegajg cigglym procesom
kontroli w naszym nowoczesnym laboratorium.
Dzieki temu jestesmy Europejskim liderem w pro-
dukcji spoiw i topnikow lutowniczych. Rowniez
aspekty srodowiskowe sg Scisle monitorowane
zgodnie z normg ISO 14001.

Naszg filozofig jest doradztwo oraz pomoc tech-
niczna. Szeroka gama produktow sprawia, ze
jestesmy dobrym partnerem w réznych gateziach
przemystu i handlu. Poprzez utrzymywanie wy-
sokich standardow chcemy budowac bezpieczng
pozycje firmy FELDER na rynku.

Cieszymy sie na mozliwo$¢ przysztej wspoétpracy
z Panstwem.

Qualitétsmanagement
1SO 9001:2008
Umweltmanagement
1SO 14001:2004

» RegelméBige freiwillige

Web www.felder.de
Mail info@felder.de
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Jestesmy kompleksowym dostawca spoiw lutowniczych! Jezeli Panstwo w katalogu nie znalazto poszukiwanych
produktéw, prosimy o kontakt z naszym dzialem sprzedazy. Chetnie pomozemy !

Skupujemy zgary i zuzle lutownicze powstate w produkcji

Pozbywanie sie zgaréw, zuzli lutowniczych jest problemem z ktérym kazda firma produkcyjna z
branzy elektroniki ma do czynienia.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wszyscy producenci odpadéw sg obowigzani spetniac
nastepujgce wymagania :

» zawiadomi¢ odpowiednie instytucje o produkcji odpadow

* prowadzi¢ dokumentacje o przekazaniu odpadow

* przedstawi¢ kart przekazania odpaddéw odpowiednim instytucjom
* posiada¢ pozwolenia na transport zgaréw i zuzli lutowniczych

Aby zaoszczedzi¢ Panstwu biurokratycznych probleméw mozemy odbiera¢ powstate odpady, zgary
zuzle zgodnie z § 26 KrWG.

JestesSmy upowaznieni przez wiadze powiatu do odbioru zgaréw i zuzli lutowniczych powstatych z
uzycia naszych spoiw od naszych klientéw. Zgodnie z o$swiadczeniem o zuzytych spoiwach, otrzy-
macie Panstwo odpowiedni certyfikat, ktory jest wystarczajgcy jako dowdd.

Zgodnie z § 50 KrWG klienci, ktérzy uzywajg nasze spoiwa dla elektroniki ISO-TIN sg zwolnieni z
wyzej wymienionych wymogow.

W razie potrzeby chetnie podeslemy Panstwu nasze pozwolenie na zwolnienie zgodnie z § 26 KrWG.



ISO-Tin® NiGe-spoiwa dla elektroniki

SNT00Ni+

Sn99Ag+© » Sn98Ag+® » Sn96Ag+® » Sn95Ag+°©

Spoiwa dla elektroniki
ISO-Tin® NiGe-Spoiwa

Czyste metale z pierwszego wytopu
dla zastosowan w falach, tyglach lutowniczych i lutowaniu selektywnym

HAL-Spoiwa
ISO-Tin® NiGe-HAL-Spoiwa

Czyste metale z pierwszego wytopu
dla zastosowan w cynowaniu HAL

Forma Wymiary

Forma Wymiary

ok. 0,400 kg prety 330 x 20 x 10 mm
ok. 1,000 kg prety 330 x 20 x 20 mm

ok. 3,500 kg bloki z otworem do zawieszania 545 x 47 x 20 mm

Produkujemy réwniez w postaci czystego drutu na szpulach do auto-
matycznego dozowania oraz w postaci stozka/pellets do pierwszego
napetnienia.

ok. 0,400 kg prety
ok. 1,000 kg prety 330 x 20 x 20 mm
ok. 3,500 kg bloki z otworem do zawieszania 545 x 47 x 20 mm

Produkujemy réwniez w postaci czystego drutu na szpulach do auto-
matycznego dozowania oraz w postaci stozka/pellets do pierwszego
napetnienia.

330 x20 x 10 mm

Stopy z rodziny Sn100Ni+ majg bardzo dobre wtasciwosci, btyszczgce powierzchnie i ograniczone przenikanie miedzi.

NiGe-stopy potwierdzity swojg niezawodnos¢ w wielu testach.

Produkt Stop

EN I1SO 9453:2014

Zalecana temp.

. o Zastosowanie
fali lutowniczej

Temp. topnienia

HAL-Sn99Ag+®-Refill  Sn99,7Ag0,3NiGe -

o Sn100Ni+®™ Sn99,3Cu0,7AgNiGe Sn99,25Cu0,7Ni0,05 227 °C eutektyczny = 265°C
S Sn100Ni + ®-Refill™ Sn99,9NiGe - Refill Sn100Ni+® ) )
= - : . . Lutowanie na fali
@ Sn99Ag+°® Sn99Ag0,3Cu0,7NiGe - 217 - 227 °C = 260°C Lutowanie selektywne
§ Sn98Ag+°©" Sn98Ag1,2Cu0,7NiGe - 217 -222°C > 255°C Lutowanie w
) - ) tyglach lutowniczych
E Sn96Ag+°® Sn96,5Ag3,0Cu0,5NiGe - 217 -219°C = 255°C
Sn95Ag+°®"" Sn95,5Ag3,8Cu0,7NiGe - 217 °C eutektyczny = 255°C
" HAL-Sn100Ni+®" Sn99,3Cu0,7AgNiGe Sn99,25Cu0,7Ni0,05 227 °C eutektyczny = 277°C
= ) ‘L ®_Raf ) ) . ) e  (wedtug
S HAL-Sn100Ni +®-Refill Sn99,9NiGe Refill HAL-Sn100Ni+ zawartosci Cu) Cynowanie HAL
EI HAL-Sn99Ag+®™" Sn99Ag0,3Cu0,7NiGe  Sn99Cu0,7Ag0,3(NiGe) 227 °C eutektyczny 258 - 268 °C
() (wedtug

Refill HAL-Sn99Ag+© zawartosci Cu)

** Fuji-Patent: DE-Patent-No. 1981667 1C2; US-Patent-No. 6.179.935B1; Japan-Patent-No. 3296289

Nasze spoiwa bezotowiowe sg zgodne z Dyrektywg RoHS i tym samym z ElektroG. Na zyczenie klienta dostarczymy Deklaracje Zgodnosci.
Prosze zwrdci¢ uwage na przewage technologiczng naszych spoiw z dodatkiem — NiGe w lutowaniu w elektronice.
Chetnie odpowiemy na szczegdtowe pytania.
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00-403c

Spoiwa dla elektroniki HAL-Spoiwa
ISO-Tin® SN100-4°3C ISO-Tin® SN100-4%CL

Czyste metale z pierwszego wytopu Czyste metale z pierwszego wytopu

dla zastosowan w falach, tyglach lutowniczych i lutowaniu selektywnym dla zastosowan w cynowaniu HAL

Forma Wymiary Forma Wymiary

ok. 0,250 kg prety trojkatne 10 x 10 x 10 x 400 mm ok. 0,250 kg prety trojkatne 10 x 10 x 10 x 400 mm
ok. 1,000 kg prety 330 x 20 x 20 mm ok. 1,000 kg prety 330 x 20 x 20 mm

ok. 3,500 kg bloki z otworem do zawieszania 545 x 47 x 20 mm ok. 3,500 kg bloki z otworem do zawieszania 545 x 47 x 20 mm
Produkujemy réwniez w postaci czystego drutu na szpulach do automa- Produkujemy réwniez w postaci czystego drutu na szpulach do automa-
tycznego dozowania oraz w postaci stozka/pellets drutu do pierwszego tycznego dozowania oraz w postaci stozka/pellets drutu do pierwszego
napetnienia. napetnienia.

Stopy z rodziny SN1004%C majg bardzo dobre wtasciwosci, btyszczace powierzchnie i ograniczone przenikanie miedzi.
NiGe-stopy potwierdzity swojg niezawodnos¢ w wielu testach.

Zalecana temp.
fali lutowniczej

SN100-40C* SnCu07NiGe0,0055 S$n99,25Cu0,7Ni0,05 227 °C eutektyczny > 265°C
) ) Lutowanie na fali

SN100-4%Ce* SnNiGe0,0055 - Refill SN100-4%:C > 265 °C Lutowanie selektywne

SN100-40CS* SnCu07NiGe0,01 Sn99,25Cu0,7Ni0,05 227 °C eutektyczny > 265 °C Lutowanie w
tyglach lutowniczych

SN100-4%3CeS* SnNiGe0,01 - Refill SN100%%CS > 265 °C

SN100-4e3CL* SnCu07NiGe0,0055 S$n99,25Cu0,7Ni0,05 227 °C eutektyczny > 277°C

SN100-4%CLe* SnNiGe0,0055 - Refill SN100%CL > 277°C

SN100-4%3CLe(+)* SnNi0,15Ge0,0055 - Refill SN100-4%CL > 277°C

SN100-403CLS* SnCu07NiGe0,01 Sn99,25Cu0,7Ni0,05 227 °C eutektyczny > 277°C

SN100-4%CLeS* SnNiGe0,01 - Refill SN100%CLS > 277°C

SN100-4%CLeS(+)* SnNi0,15Ge0,01 - Refill SN1004%CLS = 277°C
* NIHON SUPERIOR-Patent: DE-Patent-No. 69918758; Europa-Patent-No. 0985486

Produkt Stop EN I1SO 9453:2014 Temp. topnienia Zastosowanie
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Cynowanie HAL

Cynowanie HAL

Nasze spoiwa bezotowiowe sg zgodne z Dyrektywg RoHS i tym samym z ElektroG. Na zyczenie klienta dostarczymy Deklaracje Zgodnosci.
Prosze zwréci¢ uwage na przewage technologiczng naszych spoiw z dodatkiem — NiGe w lutowaniu w elektronice.
Chetnie odpowiemy na szczegotowe pytania.



ISO-Tin® spoiwa dla elektroniki

Spoiwa dla elektroniki (SO-Tin®

Czyste metale z pierwszego wytopu
dla zastosowan w falach, tyglach lutowniczych i lutowaniu selektywnym

Forma Wymiary

10 x 10 x 10 x 400 mm
330 x 20 x 10 mm
330 x 20 x 20 mm
545 x 47 x 20 mm

ok. 0,250 kg prety trojkgtne

ok. 0,400 kg prety

ok. 1,000 kg prety

ok. 3,500 kg bloki z otworem do zawieszania

Produkujemy réwniez w postaci czystego drutu na szpulach do auto-
matycznego dozowania oraz w postaci stozka do pierwszego napetnienia.

Zalecana temp.

Produkt Stop EN ISO 9453:2014 Temp. topnienia fali lutowniczej
Sn100Ni+© ** Sn99,3Cu0,7AgNiGe Sn99,25Cu0,7Ni0,05 227 °C eutektyczny > 265°C
SN100-403C © * Sn99,3Cu0,7NiGe Sn99,25Cu0,7Ni0,05 227 °C eutektyczny > 265°C
Sn99Ag+© ** Sn99Ag0,3Cu0,7NiGe Sn99Cu0,7Ag0,3(NiGe) 217 - 227 °C > 260 °C
Sn98Ag+©® ** Sn98Ag1,2Cu0,7NiGe Sn98,5Ag1Cu0,5(NiGe) 217 - 222 °C = 255°C
Sn96Ag+© ** Sn96,5Ag3,0Cu0,5NiGe  Sn96,5Ag3Cu0,5(NiGe) 217 -219°C > 255°C
Sn95Ag+® ** Sn95,5Ag3,8Cu0,7NiGe Sn95,5Ag3,8u0,5(NiGe) 217 °C eutektyczny = 255°C
Sn96,5Ag3,0Cu0,5 Sn96,5Ag3,0Cu0,5 Sn96Ag3Cu0,5 217-219°C = 255°C
Sn95,5A¢3,8Cu0,7 Sn95,5Ag3,8Cu0,7 Sn95,5Ag3,8Cu0,7 217 °C eutektyczny > 255°C
Sn96,5Ag3,5 Sn96,5Ag3,5 Sn96,5Ag3,5 221 °C eutektyczny > 260°C
Sn99,3Cu0,7 Sn99,3Cu0,7 Sn99,3Cu0,7 227 °C eutektyczny =270°C
Sn63Ph37 Sn63Pb37E Sn63Pb37E 183 °C eutektyczny > 250°C
Sn60Pb40 Sn60Pb40E Sn60Pb40E 183 -190°C = 250°C

Nasze spoiwa bezotowiowe sg zgodne z Dyrektywg RoHS i tym samym z ElektroG. Na zyczenie klienta dostarczymy Deklaracje
Zgodnosci.

Prosze zwrdci¢ uwage na przewage technologiczng naszych spoiw z dodatkiem — NiGe w lutowaniu w elektronice.
Chetnie odpowiemy na szczegdtowe pytania.

* NIHON SUPERIOR-Patent: DE-Patent-No. 69918758; Europa-Patent-No. 0985486
**Fuji-Patent: DE-Patent-No0.19816671C2; US-Patent-No.6.179.935B1; Japan-Patent-No.3296289

Pastylki / kawatki odtleniajace

Spoiwo dla elektroniki z dodatkiem Fosforu (0,8%P)

Opakowanie Opis Stop (wg. EN 9453:2014)

0,250 kg stoik granulat Sn60Pb40P (Sn60Pb40)

0,250 kg sfoik  granulat Sn99,9P (Sn99,9) @ .
e al%wﬂm _.:. %u___ A

Odcinki z Koncentratu — Ni/Ge ﬁﬁi"’_"w‘j"‘ = II_T“@,

—— & :: i *«.hf'""_l

Opakowanie  Opis Stop g f@% —

5,000 kg karton  prety 10x150 mm  Sn99Ge1

5,000 kg karton ~ prety 10x150 mm  Sn97Ni3

Redukcja zanieczyszczen w kapielach lutowniczych

Z czasem w kgpielach lutowniczych zmniejsza si¢ zawartos¢ antyutleniaczy, a tym samym zmniejsza sie dziatanie ograniczajgce
powstawanie zgaréw (na powierzchni kapieli wida¢ typowe kolory teczy).
Pastylki odtleniajgce FELDER wyréwnujg straty poprzez wysoka zawarto$¢ Fosforu.
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Spoiwa o wysokiej temperaturze
lutowania ISO-Tin®

Czyste metale z pierwszego wytopu
Dedykowane do zanurzania koncéwek przy produkgcji transformatoréw i wigzek
kablowych

Forma Wymiary
ok. 0,250 kg prety trojkatne 10 x 10 x 10 x 400 mm

Produkujemy réwniez stopy w postaci drutéw do automatycznego dozowania.

Produkt DIN EN ISO 9453:2014 Temp. topnienia Temp. lutowania
Sn98Cu2NiGe ** - 227 -290 °C <450 °C
Sn96Cu4Ni - 227 -335°C <500 °C
Sn97Cu3Ni Sn97Cu3 227 -310 °C <500 °C
Sn95Cu5 * - 227 -350 °C <500 °C
Sn97Cu3 * Sn97Cu3 227-310°C <450 °C

Oczywiscie mozemy wykonac¢ spoiwo wedtug panstwa norm i standardow.

* Roéwniez z dodatkiem fosforu
** Fuji-Patent: DE-Patent-No. 19816671C2; US-Patent-No 6.179.935B1; Japan-Patent-No. 3296289

Spoiwa o wysokiej temperaturze — )
topnienia ISO-Tin® P

(zgodne z RoHS: luty z zawartoscia otowiu > 85%)
Metale czyste z pierwszego wytopu

Forma Wymiary

ok. 0,250 kg prety tréjkatne 10x 10 x 10 x 400 mm

ok. 1,000 kg prety 20 x 20 x 300 mm

Produkujemy réwniez stopy w postaci drutéw do automatycznego

dozowania.

Produkt 9Dil;3E£\10!IS40 Temp. topnienia Zastosowanie

Pb93Sn5Ag2 Pb93Sn5Ag2 296 - 301 °C Cynowanie zanurzeniowe, produkcja transformatorow
Pb98Sn2 Pb98Sn2 320-325°C Cynowanie zanurzeniowe, produkcja transformatoréw
Pb98Ag2 Pb98Ag2 304 - 305 °C Cynowanie zanurzeniowe, produkcja transformatorow
Pb95Ag5 Pb95Ag5 304 - 370 °C Cynowanie zanurzeniowe, produkcja transformatorow

Do kapieli lutowniczych przy dtugotrwatych temperaturach do 570°C!

W produkcji transformatorow stosuje sie druty miedziane lakierowane lakierem o wysokiej odpornosci termicznej. Lakiery te wymagaja
temperatur topnienia do 570°C. Nasze luty wysokotopliwe stworzone zostaty specjalnie pod katem tego wymagajacego procesu i wykazujg
wysoka stabilnos$¢ termiczna. Zgodnie z RoHS i ElektroG luty o wysokiej zawartosci otowiu przekraczajacym 85% mozna nadal stosowac
w montazu elektroniki rowniez po 01.07.2006 r. Spoiwa te nie majg zadnego zamiennika niezawierajgcego otowiu. Na zyczenie chetnie

udostepnimy odpowiednie deklaracje zgodnosci.
]
f.,,p

S

Stozki z czystej cyny do galwanizacji

Sn99,9 — do produkcji chemicznej Sn powierzchni ptytek drukowanych

Forma Wymiary
Stozek 23 x 35 mm, 30 x 35 mm, 45 x 55 mm

&




ISO-Flux® topniki dla elektroniki

Topniki dla elektroniki [SO-Flux®

Topniki do mechanicznego lutowania ptytek drukowanych ‘

Pojemnos¢ Opakowanie

1,000 1 butelka plastikowa

50001  kanister plastikowy = |
25,0001  kanister plastikowy =
Na zyczenie dostepne sg tez inne zbiorniki o réznych :_
pojemnosciach e
Produkt DIN EN 29454 DIN EN 61190 ~22wartos¢ Zakres stosowania
substancji statych
Lutowanie na fali, w tym bezotowiowe,
ELR 3420 2.2.3.A ORLO 3,5% bez halogenkéw, no-clean
ELR 3413 2.2.3.A ORLO 2,1 % Lutowanie na fali, bez halogenkéw, no-clean
Lutowanie na fali, w tym bezotowiowe, bez halogen-
ELS 3320 2.2.3.A ORLO 2,7 % kéw, bez zywic ,no clean”
Lutowanie na fali, w tym bezotowiowe, bez halogen-
ELS 3320-22 223A ORLO 22% kéw, bez zywic ,no clean”
Lutowanie na fali, w tym bezotowiowe, z halogenkami,
EWL 2510 2.1.2.A ORM1 7,0 % wodo — rozpuszczalne
Lutowanie na fali, w tym bezotowiowe, bez halogen-
EVF 2310 2.1.3.A ORLO 3,8 % kéw, no-clean, VOC-free
Palux 30H - - - cynowanie HAL

Do maszynowego lutowania podzespotéw elektronicznych z montazem THT i SMD.

Topniki dla elektroniki ISO-Flux® FELDER przeznaczone sg do specjalistycznego montazu elektroniki komercyjnej.
Pozwalajg na uzyskanie doskonatych rezultatow lutowania réwniez w uktadach o montazu mieszanym.

“ELR“ Topniki dla elektroniki dajgce niewielkie pozostatosci no-clean na bazie aktywatoréw organicznych i zywic
naturalnych/naturalnie modyfikowanych. Pozostatosci topnikdw majg bardzo wysoka rezystancje powierzchniowg
i nie koroduja.

“ELS"“ Topniki dla elektroniki no-clean niezawierajgce zywic, na bazie aktywatoréw organicznych.

“EWL“ Wysoko skuteczny, aktywowany halogenowo, rozpuszczalny w wodzie topnik elektroniczny znajdujacy
zastosowanie wszedzie tam, gdzie podzespoty po lutowaniu sg ptukane.

Rozcienczalniki do topnikéw

Rozcienczalniki na bazie alkoholu z dodatkami -
stabilizujgcymi powstawanie piany. = ‘

Pojemnos¢ Opakowanie

1,000 | butelka plastikowa m
5,000 kanister plastikowy e |
25,0001 kanister plastikowy =

Na zyczenie dostepne sg tez inne zbiorniki o réznych =

pojemnosciach

Produkt stosowane do nastepujacych topnikow FELDER

Rozcienczalnik “VF-1* wszystkie ISO-Flux® “ELR* i “ELS“

Rozcienczalnik “VF-2“ ISO-Flux® “EWL?, oleje lutownicze “E“, “EL* i “Kolo“ “ oraz topniki kablowe

Do uzyskania optymalnego stezenia topnikow ISO-Flux®.

Rozcienczalniki FELDER stuzg do uzyskania optymalnego stezenia topnikéw [SO-Flux® FELDER w urzadzeniach lutowniczych. W
urzgdzeniach pianowych i natryskowych ma miejsce stopniowe zwiekszanie stezenia, ktére moze pogarszac rezultat lutowania. Roéwniez w
urzgdzeniach do lutowania zanurzeniowego ze wzgledu na duzg powierzchnie nastepuje zuzycie rozcienczalnika. Poniewaz w topnikach o
niskiej zawartosci substancji statych roznica gestosci jest bardzo mata, zalecamy ustalenie stosunku rozcienczania poprzez miareczkowanie
liczby kwasowej (patrz zastaw do miareczkowania FELDER).
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Topniki do lutowania migekkiego ISO-Flux® il
Oleje i pasty lutownicze na bazie zywicy
Forma Pojemnosé Opakowanie
Pasta 209,50¢9,100¢,250¢ Puszka
Olej 100 ml, 1,000 | Butelka
Olej 5,0001, 25,000 | Kanister
Na zyczenie dostepne sg rowniez zbiorniki o innych pojemnosciach.
Produkt DIN EN 29454 DIN EN 61190 ﬁ:}’;ag':ziﬁ Zakres stosowania
Olej lutowniczy “Kolo* 1.1.1.A ROLO - Lutowanie reczne, zanurzeniowe, na fali
Pasta lutownicza “KK31* 1.1.1.C ROLO - Naprawy na ptytkach drukowanych
Olej lutowniczy “EL“ 1.1.3.A ROLO - Lutowanie reczne, zanurzeniowe, na fali
Pasta lutownicza “EL*“ 1.1.3.C ROLO - Naprawy na ptytkach drukowanych
Olej lutowniczy “E“ 1.1.2.A ROM!1 <1% Elektrotechnika i urzadzenia elektryczne
Pasta lutownicza “E* 1.1.2.C ROM1 <0,5% Elektrotechnika i urzadzenia elektryczne

Do lutowania migkkiego w elektrotechnice, urzadzeniach elektrycznych i elektronice.

Topniki do lutowania miekkiego ISO-Flux® ,Kolo*, ,EL* i ,E* firmy FELDER nadajg sie doskonale do lutowania i cynowania, ktére musi by¢
prowadzone przy wysokich temperaturach i przy dtugich czasach lutowania.

Topniki do lutowania przewodoéw [SO-Flux® ~

Specjalny topnik do konfekcjonowania przewodow

Pojemnos¢ Opakowanie

1,000 Butelka

5,000 | Kanister

25,0001 Kanister g

Na zyczenie dostepne s3 tez inne zbiorniki o roznych
pojemnosciach

Zawartos¢

Produkt  DIN EN 29454 DIN EN 61190 substancji Zawartosc Zakres stosowania
halogenkéw
statych

KF 23 293 A ORLO 5.0 % ) Konfekqonow'anle kabli, produkqa
transformatoréw, Lutowanie punktowe

KF 32 123A RELO 15.0 % ) Konfekc!ongwanle kabli, lutowanie punk-
towe, z zywicg
Konfekcjonowanie kabli, lutowanie

- 0, - ’

KF-L/HF 2.1.3.A ORMO 7.4 % punktowe, bez VOC

KF 1 212A ORM1 28% 0.5 % Konfekqonow'anle kabli, produkcja
transformatorow

KF 070 212A ORM1 13 % <15 % Konfekqonow,anle kabli, produkcja
transformatorow

KF-L 2.1.2.A ORM1 3,4 % <0,5% Konfekcjonowanie kabli, bez VOC

Topnik do lutowania i cynowania koncéwek kabli, lakierowanych drutéw miedzianych oraz do urzadzen lutowania punktowego.

Topniki do przewodéw ISO-Flux® FELDER stworzono specjalnie do cynowania koncéwek kabli, ztgczy wtykowych i elementow elektroni-
cznych. W stosunku do zwyktych topnikow wyréznia sie mozliwoscig cynowania catkowicie czgsciowego. Nawet w skretkach miedzianych
0 wysokim dziataniu kapilarnym lut nie bedzie wychodzit ponad poziom zanurzenia skretek w topniku. Nanoszenie odbywa sie z reguty

zanurzeniowo. «



[SO-Core® druty lutownicze dla elektroniki

Druty lutownicze (SO-Core® “RA“, “RA-05“

Druty z topnikiem aktywowanym halogenkami

DIN EN 61190-1-3, ROM1

Druty do standardowego recznego lutowania

elektroniki zawierajace 2,5% topnika ,no clean”

Zawartos$¢ halogenkéw RA: 1,0%; RA-0,5:<0,5; RA-AT:1,5%

g w mm 0,15 0,25+ 0,50 * 0,75 = 1,00 * 1,50 = 2,00 * 3,00 = 4,00
Szpula 0,10 » 0,25 » 0,50 » 1,00 » 5,00 « 10,00 » 15,00 kg

Stop DIN EN ISO 9453:2014 DIN EN 61190 Temp. topnienia | Bezotowiowe/otowiowe
Sn95,5Ag3,8Cu0,7 Sn95,5Ag3,8Cu0,7 Sn96Ag04Cu0,7 217 °C eutektyczny

Sn97Ag3 Sn97Ag3 - 221-224°C

Sn99,3Cu0,7 Sn99,3Cu0,7 Sn99Cu.7 227 °C eutektyczny .

Sn97Cu3 Sn97Cu3 : 230 - 250 °C bezolowlowe
Sn100Ni+ / SN1004%C Sn99,25Cu0,7Ni0,05 - 227 °C eutektyczny

Sn99Ag+ Sn99Cu0,7Ag0,3(NiGe) - 217-227°C

Sn60Pb40 Sn60Pb40E Sn60Pb40 183-190°C

Sn60Pbh38Cu2 Sn60Pb39Cu1 Sn60Pb38Cu02 183-190°C

Pb50Sn50 Pb50Sn50E Sn50Pb50 183-215°C otowiowe
Pb60Sn40 Pb60Sn40 Sn40Pb60 183-238°C

Pb93Sn5Ag2 Pb93Sn5Ag2 Sn05Pb93Ag02 296 - 301 °C zgodne z Dyrektywa RoHS -

druty z zawarto$cig ofowiu > 85%
Inne stopy dostepne sg na zyczenie.

Druty lutownicze (SO-Core® “EL*

Druty z topnikiem nie zawierajagcym halogenkéw

DIN EN 61190-1-3, ROLO
Druty do standardowego recznego lutowania elektroniki zawierajgce
3,5% topnika ,, no clean”

2w mm 0,150,252 0,50 0,75 = 1,00 * 1,50 = 2,00 * 3,00 4,00
Szpula 0,10 » 0,25 » 0,50 » 1,00 « 5,00 * 10,00 * 15,00 kg

Stop DIN EN ISO 9453:2014 DIN EN 61190 Temp. topnienia Bezotowiowe/otowiowe
Sn95,5Ag3,8Cu0,7* Sn95,5Ag3,8Cu0,7 Sn96Ag04Cu0,7 217 °C eutektyczny

Sn97Ag3 Sn97Ag3 - 221-224°C

Sn99,3Cu0,7 Sn99,3Cu0,7 Sn99Cu.7 227 °C eutektyczny .

Sn97Cu3 Sn97Cu3 - 230 - 250 °C bezolowiowe
Sn100Ni+ / SN100-%C  Sn99,25Cu0,7Ni0,05 - 227 °C eutektyczny

Sn99Ag+ Sn99Cu0,7Ag0,3(NiGe) - 217 - 227 °C

Sn60Pb40 Sn60Pb40E Sn60Pb40 183-190°C

Sn60Pb38Cu2 Sn60Pb39Cu1 Sn60Pb38Cu02 183-215°C otowiowe
Pb93Sn5Ag2 Pb93Sn5Ag2 Sn05Ph93Ag02 296 - 301 °C zgodne z Dyrektywa RoHS -

. i i . druty z zawartoscig otowiu > 85%
Topniki ,,EL*“ i ,ELR" ze stopem Sn95,5Ag3,8Cu0,7 zostaly pozytywnie ocenione przez

Siemens Berlin (jednostka certyfikujagca CT MM 6).



ISO-Core® druty lutownicze dla elektroniki FEI_DER
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Druty lutownicze (SO-Core® “Clear”

Druty z topnikiem- bezotowiowe

DIN EN61190-1-3, REL1

Wysokiej jakosci drut lutowniczy do recznego i mechanicznego lutowania w
elektronice, elektromechanice, elektrotechnice

Standardowa zawarto$c¢ topnika 3,5% ,no clean”

Wysoka odpornos¢ termiczna- brak rozpryskow - optymalne zwilzanie -
krystalicznie czyste pozostatosci

2w mm 0,15+ 0,25 0,50 * 0,75« 1,00 * 1,50 = 2,00 * 3,00 * 4,00
Szpula 0,10 = 0,25 « 0,50 = 1,00 * 5,00 « 10,00 « 15,00 kg

Stop DIN EN ISO 9453:2014 DIN EN 61190 Temp. topnienia
Sn95,5Ag3,8Cu0,7 Sn95,5Ag3,8Cu0,7 Sn96Ag04Cu0,7 217 °C eutektyczny
Sn96,5Ag3Cu0,5 Sn96,5Ag3Cu0,5 Sn96Ag03Cu0,4 217-219°C
Sn99,3Cu0,7 Sn99,3Cu0,7 Sn99Cu.7 227 °C eutektyczny
Sn100Ni+ / SN100-4%C Sn99,25Cu0,7Ni0,05 - 227 °C eutektyczny
Sn99Ag+ Sn99Cu0,7Ag0,3NiGe - 217 -227°C
Sn98Ag+ Sn98Ag1,2Cu0,7NiGe - 217 -222°C

Inne stopy dostepne sg na zyczenie.

Wysokowartosciowy bezotowiowy drut do recznego i automatycznego lutowania w elektrotechnice, elektromechanice i
elektronice. Topniki charakteryzujg sie wysoka odpornoscia termiczng i nie pryskaja przy lutowaniu.

Nowa receptura topnika ,,Clear” jest produkowana na bazie syntetycznych zywic (bez kalafonii).
Topnik sprawdza sie w lutowaniu bezotowiowym poniewaz wyrézniajg go:

* szybkie zwilzanie

* brak rozpryskow

» krystalicznie czyste pozostatosci

* niewielkie odparowywanie i neutralny zapach

» pozostatosci sg tatwo-usuwalne (np. produktami FELDER Tinner, ggbka do lutowania, suchy metalowy czyscik)
* 100MQ-test zdany — nadajacy sie do uzytku przy podzespotach elektronicznych

» dluzszy czas zycia grotu lutowniczego

Inne dostepne druty lutownicze bez halogenkéw zgodne z normg DIN EN 29454.1, 1.2.3.B bzw. 2.2.3.B:

1SO-Core® “ELR" Drut lutowniczy no-clean SMD dajacy niewielkie pozostatosci ze standardowg
zawartoscig topnika 1,0%. Dostosowany specjalnie do prac poprawkowych w
podzespotach SMD. Zgodny z normg DIN EN29454.1,2.2.3.B lub DIN EN 61190-1-3 « ORLO

ISO-Core® “ELS“ Elektroniczny drut lutowniczy na bazie zywic syntetycznych (1.2.3.B/RELO), standardowa
zawartos¢ topnika 1,0% Zgodny z normg DIN EN29454.1,2.2.3.B lub DIN EN 61190-1-3 « RELO



ISO-Core® druty lutownicze dla elektroniki

1SO-Core® “LASER-RA"

Druty z topnikiem aktywowanym halogenkami
Topnik zgodny z DIN EN 29454.1, 1.2.2.B
lub DIN EN 61190-1-3, REM1

Zawartos$¢ topnika 2,5%

@ wmm 0,50 * 0,65 « 1,00 * 1,50
Szpula 0,50 « 1,00 « 4,00 kg

Stop DIN EN ISO 9453:2014 Temp. topnienia Zastosowanie
Sn96,5A¢3,0Cu0,5 Sn96,5Ag3Cu0,5 217 -219°C Laser-Lutowanie automatyczne

Inne stopy dostepne sg na zyczenie.

Wysokowarto$ciowy bezotowiowy drut do recznego i automatycznego lutowania w elektrotechnice, elektromechanice i elek-
tronice. Topniki charakteryzujg sie wysokg odpornoscig termiczng i nie pryskajg przy lutowaniu. Optymalne zwilzanie oraz
przewyzszajgcy norme rozptyw czyni je produktem najwyzszej jakosci wsrod drutéw bezotowiowych.

Nowa formuta flux ,,LASER-RA“ oparta jest na bazie zywic syntetycznych i zostala idealnie dopasowana do nowych
potrzeb bezotowiowej technologii lutowania.

[SO-Core® “EWL" -

Druty z topnikiem aktywowanym halogenkami
Topnik zgodny z DIN EN 29454.1, 1.1.2.B (wodo-zmywalne)
lub DIN EN 61190-1-3, ORM1

g w mm 0,25+ 0,50 « 0,75« 1,00 « 1,50 « 2,00 * 3,00 * 4,00
Szpula 0,10 = 0,25« 0,50 « 1,00 « 5,00 10,00 * 15,00 kg

Stop DIN EN ISO 9453:2014 DIN EN 61190 Temp. topnienia Zastosowanie
Sn60Ph40 Sn60Pb40E Sn60Pb40 183-190°C Lutowanie reczne i automatyczne
$n99,3Cu0,7 $n99,3C00,7 $n99Cu.7 207°C euteklyczny ~ -Jtowanie reczne i automatyczne,

bezotowiowe

Sn95,5Ag3,8Cu0,7 - SN96AGOACU0.7  217°C eutektyczny  -utowanie reczne i automatyczne,
bezotowiowe

Inne stopy dostepne sg na zyczenie.

Drut lutowniczy dla elektroniki dajacy rozpuszczalne w wodzie pozostatosci topnika.

W montazu elektroniki wielokrotnie spotyka sie luty, ktére poddawane sg pdzniej lakierowaniu lub zalewaniu. Aby zapobiec negatywnym
reakcjom miedzy pozostato$ciami topnika a lakierem ochronnym lub masg zalewy, zaleca sie usuwanie pozostatosci topnika. W prawdzie
nowoczesne topniki no-clean ani nie powodujg korozji, ani nie przewodzg pradu, jednak trudno je usungc¢. Pozostatosci topnika drutu

ISO-Core® ,EWL“ mozna usungé¢ wodg destylowang (bez jakichkolwiek dodatkéw) nawet w 100 procentach.
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Pasty do lutowania miekkiego SMD
“no clean”

Jednorodna, gotowa do uzycia i bezzapachowa mieszanka
proszku metalowego i srodka wigzgcego, rozpuszczalnika,
topnika i $rodka tiksotropowego.

Stoiki & 250 g, 500 gr, Kartridz SEMCO 4 6i 12 oz,
Strzykawki 5,10, 30 ccm, Kartusze ProFlow

ISO©-Cream® “Clear* Doskonaly nadruk powierzchni plytek drukowa-
nych, szczegélnie NiAu i NiPd w normalnej
i ochronnej atmosferze takze w atmosferze
azotu., bez halogenkoéw (<0,01%), bez kalafonii
czyste, niezauwazalne pozostatosci

1SO-Cream® “EL 3202 Nadaje sig $wietnie do lutowania w atmosferze
azotu. Wyjagtkowo dobra do druku na szablonie.
Niewielkie klarowne pozostatosci.
Czas zycia na szablonie 48 godz.

1SO-Cream® “EL 3203 Doskonata lepkosé, szczegolnie polecana do
szybkich automatéw montazowych.
Ptytki drukowane nadajg sie do montazu nawet
przez 32 godz. Wysoka stabilno$¢ konturdw,
dtugi czas przestoju na rakli (do 8 godz.)

Stopy bezotowiowe  Temperatura topnienia Stopy otowiowe Temperatura topnienia
Sn96,5Ag3Cu0,5* 217-219°C Sn62Pb36Ag2 179 °C eutektyczny
Sn98Ag1,2Cu0,7* 217 -222°C Sn63Pb37E 183 °C eutektyczny
Sn100Ni+®/ SN1004%C 227 °C eutektyczny Pb93Sn5Ag2 296 - 301 °C
Sn99,25Cu0,7Ni0,05 Ziarnistose
arnistos¢
$n95,5Ag4Cu0,5* 217 °C eutektyczny e
KG 2 Standard 45 - 75 um
Sn96,5Ag3,5 221 °C eutektyczny
) KG 3 Fine-Pitch 25 - 45 um
Bi58Sn42 138 °C eutektyczny
S . KG 4 Fine-Pitch 20 - 38 um
* Produkujemy réwniez te stopy jako NiGe.
Inne stopy dostepne s3 na zyczenie. KG 5 Ultra-Fine-Pitch 15-25um
Wiasciwosci ISO-Cream ISO-Cream ISO-Cream ISO-Cream ISO-Cream ISO-Cream
Clear EL 3202 EL 3203 EL 42/58 RA 2601 EWL 2303
DIN EN 29454 / 61190 123C/RELO 1.13.C/ROL1T 1.13.C/ROL1T 1.13.C/ROL1 1.1.2.C/ROM1 2.1.3.C/ORMO
No Clean . . . .
Pozostatosci dajg . . . . . .
sie tatwo usung¢
Wodo-rozpuszczalne .
Druk na szablonie . . . . . .
Strzykawki . . .
Jetprint .
Pin in Paste . .
ProFlow . .
Atmosfera azotu. . .
Lepkos¢ > 48 godz. . .
Bezotowiowe . . . .
Otowiowe . . . .




ISO-Cream® pasty SMD dla elektroniki

Pasty specjalne SMD do lutowania
miekkiego .

Jednorodna, gotowa do uzycia i bezzapachowa mieszanka proszku metalowego
i Srodka wigzgcego, rozpuszczalnika, topnika i srodka tiksotropowego.

1SO-Cream® “RA 2601 Topnik zgodny z DIN EN 29454.1, 1.1.2.C
i DIN EN 61190-1-3, ROM1.
Zalecany do specjalnie powlekanych elementow.
Pozostatosci topnika na zlutowanych
obwodach nalezy usung¢.

1SO-Cream® “EWL 2303“ Topnik zgodny z DIN EN 29454.1,2.1.3.Ci
DIN EN 61190-1-3, ORMO.
Pasta lutownicza dajgca rozpuszczalne w wodzie
pozostatosci topnika. Doskonate powlekanie wszystkich
popularnych powierzchni. Pozostatosci daja sie
catkowicie usung¢ wodg destylowans.

Opakowanie Pojemnos¢
Stoik 0,250 0,500 kg
Kartridze 6 i 12 oz oraz kasety ProFlow™

Strzykawki do dozowania 5, 10i 30 ccm

Na zyczenie dostepne sg rowniez inne opakowania.

Do lutowania trudno lutowanych elementéw poddawanych pézniej czyszczeniu.

W prawdzie nowoczesne topniki no-clean ani nie powodujg korozji, ani nie przewodzg pradu, jednak najczesciej trudno je usunagé. Pozostatosci naszej pasty
[SO-Cream® “EWL 2303“ mozna nawet w 100% usungé wodg destylowang (bez jakichkolwiek dodatkéw). Pasty SMD oferowane sg z tymi samymi stopami,
zawarto$ciami metali i tg samg ziarnistoscig co nasze pasty no-clean.

Topniki serwisowe do napraw SMD i BGA .
Topnik zgodny z DIN EN 29454.1,1.1.3.C i DIN EN 61190-1-3, ROL1. q
1SO-Flux® Clear 1.2.3.C / RELO :
[%&n-mﬁ“}-‘ !
Opakowanie Pojemnos¢ c:g_—“*-ﬁ?'
Strzykawki do dozowania 5,10i30 ccm B i
b
Stoik 100 g
Na zyczenie dostepne sg rowniez inne opakowania. . . .
Produkt Lepkos¢ Zastosowanie
1SO-Flux® Clear 250-350Pas Do dolutowywania elementow SMD, szczegolnie do lutdw bezotowiowych.
ISo-Flux®EL 3201-B 200 - 300 Pa s Do dolutowywania elementow SMD.
ISO-Flux®EL 3202-A 250 - 350 Pa s Do dolutowywania elementéw SMD, szczegolnie do lutdw bezotowiowych.

Do dolutowywania elementéw SMD na ptytkach drukowanych PCB.

1SO-Flux® Clear przy przejsciu na technologie bezotowiowg dostosowano pod wzgledem aktywacji i stabilnosci termicznej do nowych wymogéw, a tym samym
do stopéw Sn/Ag, Sn/Ag/Cu i Sn/Cu. Prawdziwa jako$¢ RELO, czyste, niezauwazalne pozostatosci topnika.

1SO-Flux® “EL 3201-B“ nadaje sie do dolutowywania elementéw SMD na ptytkach drukowanych. Doskonale nadaje sig¢ do systeméw Sn/Pb, Sn/Pb/Ag.

1SO-Flux® “EL 3202-A" przy przejéciu na tryb bezotowiowy dostosowano pod wzgledem aktywacii i stabilnosci termicznej do nowych wymogéw, a tym samym
do systemoéw Sn/Ag, Sn/Ag/Cu i Sn/Cu.

W druku matrycowym nadaje sig¢ do pozycjonowania elementéw przed procesem lutowania. Konsystencja topnika gwarantuje utrzymanie elementéw w
prawidtowej pozycji az do zakonczenia procesu lutowania.



Akcesoria do produkciji elektroniki
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Akcesoria do lutowania

Zestaw
miareczkowy

Roztwor
miareczkowy

Roztwor
wskaznikowy

Tinner
»,bezotlowiowy*

Srodek do
czyszczenia
plytek druko-
wanych ,ILR“

Skretka do
wylutowywania

Formatka do
analiz

Zestaw miareczkowy firmy FELDER daje
uzytkownikowi mozliwos¢ tatwego okreslenia
aktywnosci topnikow elektronicznych. Poprzez
miareczkowanie mierzy si¢ stezenie aktywatorow
lutowniczych w topnikach w oparciu o kwasowosc.
Odpowiednio do wynikéw miareczkowania

mozna wtedy doda¢ prawidtowg ilos¢
rozcienczalnika zgodnie z diagramem rozcienczania.
Zestaw sktada sie z nastepujgcych elementow:

* aparatura do miareczkowania

» gruszka laboratoryjna

* pipetka 5 ml z podziatkg 0,05 ml

* kolba stozkowa 250 ml z podziatkg 50 ml

* kubek 250 ml z podziatkg 50 ml

* roztwor miareczkowy, 1000 ml

* butelka z wkraplaczem i wskaznikiem, 100 ml

« instrukcja obstugi

Roztwér KOH do miareczkowania.
Pojemnik: butelka 1,000 I, kanister 5,000 i 25,000 | -

Roztwdr do okreslenia punktu przejscia przy
miareczkowaniu (z bezbarwnego w rézowy).
Pojemnik: butelka 0,100 i 1,000 |

Sn97Cu3, DIN EN ISO 9453, DIN EN 29454, 1.2.3.B
Do czyszczenia i cynowania grotéw lutowniczych.
Sktadajacy sie z mieszanki aktywatorow lutowniczych,
zywic, lutu cynowego w proszku i srodka wigzacego.
Delikatnie usuwa rowniez silne warstwy utlenien

przy minimalnym dymieniu.

Puszka 15 g z elementem przylepnym

Wodno-alkaliczny roztwor czyszczacy do usuwania
pozostatosci topnika z lutowanych podzespotow
elektronicznych.

Pojemnik: butelka 1,000 I, kanister 5,000 i 25,000 |

Skretka miedziana nasgczona topnikiem

do wylutowywania elementéw SMD i THT i do

usuwania nadmiaru lutu na ptytkach drukowanych.

Topnik zgodny z DIN EN 29454.1, 1.1.3.B (ROLO)

Szerokosci: 1,00+ 1,50 » 2,00 + 2,50 « 3,00 mm

Na szpulach otwieranych po 1,6 m i na szpulach po 15 -100 m.

Formatka do analiz serwisowych z wygrawerowanym
numerem analiz klienta.
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FELDER GMBH jest innowacyjnym przed-
siebiorstwem w branzy lutowniczej.

Najnowoczesniejsze procesy produkcyj-
ne gwarantujg wysokg i stabilng jakosc¢
naszych spoiw i topnikow.

Wszystkie produkty FELDER sg stale
nadzorowane pod wzgledem jakosci przez
nasze laboratorium i produkowane zgodnie
z wymogami normy ISO 9001 i ISO 14001.

Laboratorium wyposazone jest m.in. w op-
tyczny spektrometr emisyjny oraz spektro-
fotometr IR. Oczywiscie stosujemy tez kla-
syczne metody analiz.

To sg podstawy dla wielu nowatorskich
projektéw naszej firmy.

Staranne doradztwo i rozwigzania na miare indywidualnych potrzeb klienta sg dla nas rzeczg oczywista.

Nasza kadra inzynierska wyspecjalizowana jest zgodnie z IPC A600/A610.

Dostosowujemy sie do Panstwa wymagan! CLPC
®

. . ; Certified IPC-A-600/ 610
Zyczymy udanej wspotpracy! Application Specialist



